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DESCRIPCION

Procedimiento de fabricacién de una tarjeta de transaccién que comprende un componente electrénico
sobremoldeado

Campo de la invencién

La presente invencién se refiere a tarjetas de transaccién con componentes electrénicos y procedimientos para
producir las mismas.

Antecedentes de la invencion

Las tarjetas de pago de metal presentan desafios Unicos cuando incluyen componentes electrénicos, tales
como médulos de pago de acoplamiento inductivo, electrénica de RF, e incrustaciones electrdnicas
independientes. Para alojar estos componentes, el metal se mecaniza en diversas geometrias, luego se coloca
el componente en la cavidad y se deja expuesto u oculto bajo una lamina de plastico impresa u otro elemento
decorativo. El elemento decorativo puede fijarse a la tarjeta a través de una variedad de procedimientos, tales
como la laminacién en platina, el adhesivo de contacto, los adhesivos curables, el “ajuste a presién” o cualquier
procedimiento de unién conocido en la técnica. A menudo se requiere un blindaje de RF en la cavidad,
complicando alin mas el ensamblaje de la tarjeta a la vez que se mantiene la estética deseada de esta ultima.

Algunas de estas geometrias de mecanizado requeridas eliminan cantidades significativas de metal o dejan
hendiduras o agujeros a través de la tarjeta los cuales debilitan su resistencia y no son estéticamente
deseables. Con el fin de reforzar la tarjeta y proporcionar una superficie deseable, se han desarrollado técnicas
de sobremoldeo y moldeo por insercién para encapsular las incrustaciones electrénicas dentro de las tarjetas
y reforzar las geometrias de esta Gltima. Ademés, este desarrollo ha mejorado el rendimiento de RF con
respecto a los disefios existentes, ya que permite eliminar més metal en las &reas criticas de transmisién y
recepcién de RF, manteniendo a la vez la rigidez estructural y la apariencia deseada.

El documento WO 2018/022755 A1, por ejemplo, divulga un procedimiento para fabricar una tarjeta de
transaccion que incluye formar una abertura en un cuerpo de tarjeta de la tarjeta de transaccién; insertar un
componente electrénico en la abertura; y moldear un material de moldeo alrededor del componente electrénico.
Una tarjeta de transaccién incluye un componente electrénico moldeado.

El documento WO 2016/046184 A1 divulga un dispositivos RFID que comprenden un médulo de chip de
transpondedor que tiene un chip RFIC y una antena de médulo, y una trama de acoplamiento que tiene una
hendidura. La trama de acoplamiento se puede disponer estrechamente adyacente al modulo de chip de
transpondedor, de modo que la hendidura se superponga a la antena de médulo. El dispositivo RFID puede
ser un objeto de pago, tal como un articulo de joyeria, que tenga un componente de metal modificado con una
hendidura (S) para funcionar como trama de acoplamiento.

Sumario de la invencién

La invencidn se define en las reivindicaciones independientes. Otras realizaciones ventajosas se definen en
las reivindicaciones dependientes.

Breve descripcién de los dibujos

La invencién se comprende mejor a partir de la siguiente descripcién detallada cuando se lee en relacién con
los dibujos adjuntos, en los que elementos similares tienen los mismos nimeros de referencia. Cuando esta
presente una pluralidad de elementos similares, se puede asignar un Unico nimero de referencia a la pluralidad
de elementos similares con una designacidn de letra minUscula que haga referencia a elementos especificos.
Cuando se haga referencia a los elementos de manera colectiva 0 a uno 0 més de los elementos no especificos,
se puede eliminar la letra minuscula. Esto pone de manifiesto que, de acuerdo con la préctica comun, las
diversas caracteristicas de los dibujos no estan dibujadas a escala, a menos que se indique lo contrario. Por el
contrario, las dimensiones de las diversas caracteristicas se pueden ampliar o reducir con fines de claridad. En
los dibujos se incluyen las siguientes figuras:

La Figura 1 es un diagrama de flujo de etapas seleccionadas de un procedimiento para fabricar una tarjeta
de transaccién de acuerdo con la presente invencién;

La Figura 2A es una fotografia que representa un componente electrénico antes del sobremoldeo de
acuerdo con la presente invencion;

La Figura 2B es una fotografia que representa un componente electrénico después del sobremoldeo de
acuerdo con la presente invencion;

La Figura 3A es una ilustracién esquemaética del frente de una tarjeta de transaccién antes del moldeo por
insercion de acuerdo con la presente invencion;
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La Figura 3B es una ilustracién esquematica de la parte posterior de una tarjeta de transaccién antes del
moldeo por inserciéon de acuerdo con la presente invencion;

La Figura 3C es una ilustracion esquematica del frente de una tarjeta de transaccién después del moldeo
por inserciéon de acuerdo con la presente invencién; y

La Figura 3D es una ilustracién esquemética de la parte posterior de una tarjeta de transaccién después
del moldeo insercién de acuerdo con la presente invencién.

Las Figuras 4A y 4B son ilustraciones esquematicas de etapas seleccionadas de un procedimiento de
sobremoldeo para fabricar una tarjeta de transaccién de acuerdo con la presente invencién.

La Figura 5A es una imagen que representa el lado frontal de una tarjeta ejemplar que tiene una antena
encapsulada que rodea el médulo de pago.

La Figura 5B es una imagen que representa el lado posterior de la tarjeta ejemplar de la Figura 5A.

La Figura 5C es una vista en perspectiva de un médulo de antena encapsulado ejemplar aislado antes de
insertar el médulo de pago en este.

Descripcion detallada de la invencién

La invencién se refiere a tarjetas de transaccién, procedimientos para fabricar tarjetas de transaccién, asi como
tarjetas de transaccién producidas de acuerdo con los procedimientos divulgados.

La Figura 1, se muestra un diagrama de flujo que representa etapas seleccionadas de un procedimiento 100
para producir una tarjeta de transaccion de acuerdo con la invencién. Se debe sefalar que, con respecto a los
procedimientos descritos en la presente memoria, se entendera a partir de la descripcién en la presente
memoria que una o mas etapas pueden ser omitidas y / o realizadas fuera de la secuencia descrita del
procedimiento mientras que aln asi se logra el resultado deseado.

En la etapa 110, se forma una abertura en el cuerpo de tarjeta de la tarjeta de transaccién. La abertura puede
estar dimensionada para alojar uno 0 mas componentes electrénicos moldeados. La abertura puede extenderse
parcialmente (formando asi, por ejemplo, un bolsillo) o completamente (formando asi un agujero) a través del
cuerpo de tarjeta. En algunas realizaciones, un agujero formado a través del cuerpo de tarjeta puede entonces
ser total o parcialmente cubierto en un lado, tal como con un material aplicado, tal como un material plastico
unido adhesivamente, tal como el elemento 307¢, que se muestra en la Figura 3D. Como se representa en la
Figura 3D, el elemento 307c¢ se superpone a un érea que rodea el agujero, para formar un bolsillo limitado en
la periferia por los bordes del agujero en el cuerpo de tarjeta y en un extremo inferior por el material 307¢c
aplicado. El material aplicado puede ser un material que sea igual o que sea compatible con el material
moldeado que se rellenara posteriormente en el bolsillo. En algunas realizaciones, como se muestra en la
Figura 3D, el material 307¢ aplicado que se superpone al area que rodea el agujero en el cuerpo de tarjeta,
puede tener un agujero 308 pasante que tiene un area méas pequefia que el agujero en el cuerpo de tarjeta, de
modo que proporcione un “saliente” 309 de material aplicado dentro de la periferia del agujero en el cuerpo de
tarjeta.

El cuerpo de tarjeta de la presente invencién puede estar comprendido de cualquier material adecuado que
incluya cualquier metal adecuado, tal como acero inoxidable, bronce, cobre, titanio, carburo de tungsteno,
niquel, paladio, plata, oro, platino, aluminio, o cualquier aleacién la cual proporcione a la tarjeta la mayor parte
de su cuerpo (estructura) y peso. De manera adicional, o alternativamente, el cuerpo de tarjeta descrito en la
presente memoria puede estar comprendido de cualquier material polimérico (por ejemplo, policarbonato,
poliéster) o inorgénico (por ejemplo, vidrio, ceramica) adecuado, o cualquier combinacién de cualquiera de los
materiales anteriores.

En la etapa 120, se inserta un componente electrdnico en la abertura del cuerpo de tarjeta.

En la etapa 130, se moldea un material de moldeo sobre el componente electrdnico. Se debe sefialar que el
orden de las etapas 120 y 130 puede variar en funcidén de la aplicacion particular.

En una realizacién, la etapa 130 incluye un procedimiento de sobremoldeo. Durante el procedimiento de
sobremoldeo, se moldea un material de moldeo sobre (y tipicamente por encima de) un componente electrénico
de tal manera que el material de moldeo cubra al menos una porcién de una superficie del componente
electrénico. El sobremoldeo de componentes electrdnicos se puede lograr utilizando equipos convencionales y
comercialmente disponibles, tales como el inserto ENGLE (Engel Austria GmbH, Austria) y el Cavist MoldMan™
(Reno, NV).

Se muestra un componente 201 electrénico antes (en la Figura 2A) y después (en la Figura 2B) de un

procedimiento de sobremoldeo. Aunque el componente 200 sobremoldeado se representa como teniendo
material 205 de moldeo que cubre completamente el componente 201 electrénico, un experto en la técnica
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entendera que una variedad de grados de sobremoldeado pueden lograr la rigidez estructural, la funcionalidad
y la estética deseadas de la tarjeta de transaccién. En particular, como se muestra en las Figuras 2A y 2B, los
contactos eléctricos, en forma de cables 210 y 220 conectados al componente 200, tienen cada uno un extremo
no encapsulado que sobresale del sobremoldeado para permitir la conexién eléctrica al componente. Se debe
entender que, aunque representados como cables en las Figuras 2A y 2B, los contactos eléctricos u otras
porciones no encapsuladas no limitadas a contactos eléctricos, pueden adoptar cualquier estado o forma. Se
debe entender ademas que, en determinadas realizaciones, tales como aquellas en las cuales un grado
técnicamente deseable de acoplamiento entre componentes no encapsulados y encapsulados puede realizarse
a través de la capa de encapsulacién, el componente puede estar completamente encapsulado.

Regresando a la Figura 1, cuando se emplea un procedimiento de sobremoldeo, la etapa 130 se puede realizar
antes de realizar la etapa 120. Es decir, el componente electrénico puede sobremoldearse de manera separada
antes de su insercién en la abertura del cuerpo de tarjeta. Antes de la insercién del componente electrénico
sobremoldeado, el componente sobremoldeado puede ser ademas mecanizado para eliminar el exceso de
material de moldeo y/o para crear caracteristicas en el material de moldeo las cuales pueden ser utilizadas
para asegurar el componente electrénico sobremoldeado en la abertura del cuerpo de tarjeta. Por ejemplo, con
referencia a la Figura 2B, se puede mecanizar un labio en el material 205 de moldeo de modo que el
componente 200 sobremoldeado pueda asegurarse en la abertura de un cuerpo de tarjeta.

Alternativamente, el sobremoldeo en la etapa 130 se puede realizar después de realizar la etapa 120. En la
presente realizacion, el componente electrénico se inserta en la abertura del cuerpo de tarjeta. Posteriormente,
el material de moldeo es forzado a fluir en el interior de la abertura del cuerpo de tarjeta y se forma sobre una
0 mas superficies expuestas, incluyendo al menos la superficie superior, del componente electrénico. Un
experto en la técnica comprendera que cuando el material de moldeo fluye hacia la abertura del cuerpo de
tarjeta, el material de cuerpo de tarjeta puede seleccionarse de modo que soporte la presion y el calor asociados
con el sobremoldeo sin deformarse sustancialmente.

Cuando se emplea un procedimiento de moldeo por insercién, se puede realizar la etapa 130 antes de realizar
la etapa 120. Los procedimientos convencionales de moldeo por insercion incluyen la insercién del componente
electrénico en un molde, seguida por la inyeccion de material de moldeo en la cavidad de molde para formar el
componente electrénico moldeado. El componente electrénico moldeado puede estar total o parcialmente
encapsulado por material de moldeo siguiendo un procedimiento de moldeo por insercién. De acuerdo con la
invencién, el componente electrdnico es una antena.

Volviendo a las Figuras 3A-D, se representan ilustraciones esqueméticas de etapas seleccionadas de un
procedimiento de moldeo por insercién para fabricar una tarjeta de transaccién de acuerdo con aspectos de la
presente invencion. En las figuras, las dreas 305 y 308 de las Figuras 3A-3D representan agujeros a través de
las tarjetas. El area 307a, b en la Figura 3A y el &rea 307¢c en las Figuras 3B y 3D representan agujeros
parcialmente cubiertos (bolsillos) en el cuerpo de tarjeta para que el material de moldeo se adhiera y encuentre
agarre. La Figura 3B representa la tarjeta moldeada terminada en la cual es visible el material moldeado de
insercién del componente 310 moldeado. Aunque el material moldeado de la insercién se muestra contrastando
con los materiales de tarjeta de fondo con fines ilustrativos, el componente moldeado no esté limitado a ningtin
grado particular de contraste en coloracién o sombreado en relacién con la tarjeta de fondo, y puede
comprender los mismos materiales que el frente de la tarjeta 0 puede comprender materiales seleccionados
para tener una coloracién o sombreado seleccionados para coincidir con la coloracién o sombreado del lado
posterior de la tarjeta de modo que minimice su visibilidad en una tarjeta completada. Por ejemplo, en un cuerpo
de tarjeta que comprenda materiales diferentes de los materiales de moldeo (por ejemplo, un cuerpo de metal
o cerdmica y materiales de moldeo de resina termoplastica), la coloracién de los materiales de moldeo puede
seleccionarse para que tenga un color y un tono que coincida lo mas estrechamente posible con el material del
cuerpo, incluyendo el uso de constituyentes en los materiales de moldeo que sean iguales o similares a los
materiales de cuerpo de tarjeta (por ejemplo, la inclusién de un metal en polvo en los materiales de moldeo que
sea igual al metal del cuerpo). En otras realizaciones, se pueden utilizar materiales de moldeo que contrasten
con el cuerpo de la tarjeta. La Figura 3A muestra el lado frontal de una tarjeta 300 de transaccién que incluye
una abertura 305 la cual se extiende completamente a través de un cuerpo 302 de tarjeta. Una pluralidad de
caracteristicas 307a, b de seguridad proporcionan areas a las cuales el material de moldeo puede adherirse o
unirse de otro modo. En la realizacién representada, las caracteristicas 307a, b de seguridad son agujeros
ciegos (por ejemplo, bolsillos). Un conjunto similar de caracteristicas 307c de seguridad se encuentran en el
lado posterior opuesto de la tarjeta 300 de transaccién en la Figura 3B. Las geometrias de la abertura 305 y de
las caracteristicas 307a, b, ¢ de seguridad se seleccionaron para mejorar el rendimiento de RF de la tarjeta 300
de transaccidén de metal. Las caracteristicas 307a, b, ¢ de seguridad pueden comprender un material que sea
igual o compatible de otro modo con el material de moldeo, y diferente del material de cuerpo de tarjeta, de tal
manera que el material de moldeo y los materiales de las caracteristicas de seguridad se fundan o se unan de
otro modo con una unién que es relativamente més fuerte que cualquier unién creada entre el material de
moldeo y el cuerpo de tarjeta.

La Figura 3C muestra el lado frontal de la tarjeta 300 de transaccién después de que un componente 310
electrénico moldeado por inserciéon haya sido colocado en la abertura 305. En la realizacion representada, el
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componente 310 electrénico moldeado seria visible en la tarjeta 300 de transaccién. La geometria del
componente 310 electrénico moldeado permite que el componente 310 electrénico moldeado se asegure a la
tarjeta 300 de transaccion a través de una accidn de sesgo creada por las caracteristicas 307a, b, ¢ de
seguridad. De manera alternativa, o adicionalmente, el componente 310 electrénico moldeado puede adherirse
a la abertura 305 de la tarjeta 300 de transaccién utilizando una resina epoxi tal como Bisphenol, Novolac,
Aliphatic, y Glycidylamine.

El exceso de material de moldeo puede retirarse del componente 310 electrénico moldeado (mediante, por
ejemplo, fresado o mecanizado) para incorporar componentes electrénicos adicionales u otros componentes
deseados.

La Figura 4A representa un procedimiento de sobremoldeo ejemplar en el cual se mecaniza un bolsillo 403 en
el cuerpo 402 de tarjeta para recibir un componente 405 electrénico. En la realizaciéon representada, el
componente 405 electrénico es una placa de circuito impreso (PCB), especificamente un médulo RFID. Aunque
el bolsillo 403 se representa atravesando una porcién sustancial de la cara posterior del cuerpo 402 de tarjeta,
un experto en la técnica comprendera que las aberturas mas pequefias de geometrias variables pueden ser
adecuadas dependiendo del componente electrénico que se incorpore.

El bolsillo 403 puede estar dimensionado para recibir y fijar en posicién el componente 405 electrdnico, o puede
estar dimensionado para permitir un exceso de material de moldeo entre el labio interior del bolsillo 403 y el
borde exterior del componente 405 electrénico. El componente 405 electrénico puede, de manera adicional, o
alternativamente, adherirse al bolsillo 403 utilizando un epoxi como se ha descrito anteriormente.

La placa 410 frontal sobremoldeada crea la cara posterior de la tarjeta 400 de transaccion. La placa 410 frontal
sobremoldeada puede encapsular de manera total o parcialmente el componente 405 electrénico. La placa 410
frontal sobremoldeada puede prepararse de manera separada y luego fijarse al bolsillo 403 (utilizando, por
ejemplo, un epoxi adecuado como se ha descrito anteriormente), o puede formarse sobremoldeando capas de
material de moldeo directamente en el bolsillo 403.

En una realizacién ejemplar, el material de moldeo utilizado en la placa frontal sobremoldeada es un material
plastico el cual puede mejorar la transmisién de RF cuando la tarjeta 400 de transaccién estd comprendida de
un metal u otro material que interfiere con la RF.

Como es conocido en la técnica, las tarjetas de transaccién con médulos de chip RFID para acoplarse
inductivamente con un lector de tarjeta de un terminal de punto de venta (POS) también tienen tipicamente una
estructura de antena amplificadora incorporada configurada que acopla inductivamente la antena incorporada
al médulo de chip RFID, formando con la antena acoplada, el médulo RFID, y el lector de tarjeta un circuito
para transmitir informacién desde la tarjeta al lector de tarjeta. Por lo tanto, en una realizacién ejemplar en la
cual el médulo RFID es el componente encapsulado o parcialmente encapsulado (o uno de una pluralidad de
componentes electrénicos que se procesan como se describe en la presente memoria), la estructura de antena
puede proporcionarse en cualquier nimero de maneras. En una realizacién, la estructura de antena puede
estar incorporada en una capa que se aplica a la tarjeta después de los procedimientos de moldeo descritos
en la presente memoria. La capa de soporte de antena puede laminarse a la tarjeta utilizando un procedimiento
sin calor (por ejemplo, con un adhesivo), un procedimiento de laminacién por calor realizado a una temperatura,
presién, y duracién que no vuelva a fundir, deformar, o alterar de otro modo negativamente el moldeado sobre
el(los) componente(s) electrénico(s), o puede proporcionarse una lamina de refuerzo (que comprenda metal o
algun otro material no afectado por la laminacién por calor) durante una tal etapa de laminacién por calor para
evitar que cualquier refundiciéon o deformacién del moldeado sobresalga de la superficie opuesta sobre la cual
se esta realizando la etapa de laminacion.

En otra realizacién, la etapa de moldeo puede comprender una etapa de sobremoldeo que cubre no sélo el
componente electrénico tal como se describe en la presente memoria, sino también al menos la porcién de la
superficie de tarjeta en la cual se va a disponer posteriormente la estructura de antena. Por ejemplo, se puede
llevar a cabo una etapa de sobremoldeo por inundacién que, ademas de encapsular o encapsular parcialmente
el médulo RFID, también cubra al menos una superficie completa (tipicamente posterior, pero también o en su
lugar puede ser la frontal) de la tarjeta en una capa que tenga un grosor deseado. A continuacion, la antena
puede incorporarse, tal como utilizando procedimientos ultrasénicos conocidos en la técnica, en esa capa
sobremoldeada. Cualquier contenido que vaya a imprimirse en la superficie de la tarjeta puede imprimirse
también en la superficie de capa sobremoldeada, o puede fijarse una capa de impresidén adicional, tal como a
través de adhesivo o laminacion. En otras realizaciones, la antena puede imprimirse en la superficie moldeada,
o aplicarse como parte de otra capa que se fija sobre la superficie moldeada, tal como con adhesivo o por
laminacién. Los anteriores son ejemplos no limitativos, y se debe entender que existen infinitas posibilidades
para el procesamiento posterior del producto resultante de los procedimientos descritos en la presente memoria
para proporcionar un componente electronico moldeado en una tarjeta, y determinados aspectos de la
invencién no estan limitados en modo alguno por las etapas posteriores del procedimiento.
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En otra realizacién, ilustrada en las Figuras 5A-5C, una antena 502 amplificadora para el acoplamiento inductivo
con la antena de un médulo de pago puede adoptar la forma de una trama de metal anular que casi rodea el
mébdulo de pago (por ejemplo, un chip RFID de interfaz dual (DI)). Como se representa en las Figuras 5A-5C,
la antena tiene una discontinuidad o hendidura 506 que se extiende desde un borde interior a un borde exterior
de la antena anular. Una tal antena se ha descrito y caracterizado generalmente como un “amplificador” en la
Patente de los Estados Unidos numero 8,608,082 (Patente '082) de Le Garrec y otros, y una “trama de
acoplamiento” en la Patente de los Estados Unidos namero 9,812,782 (y otras), de Finn Y otros. Como se
describe en lo anterior, y en la Solicitud de Patente de los Estados Unidos. Serie, nimero 15/928,813,
presentada el 22 de marzo de 2018, titulada D/ CAPACITIVE EMBEDDED METAL CARD, asignada al
cesionario comun de la presente invencién, el propio cuerpo de una tarjeta de metal puede servir como tal de
antena o amplificador, con una hendidura (por ejemplo, 504, como se representa en las Figuras 5A y 5B) que
se extienden desde la periferia de la tarjeta hasta el bolsillo en el cual esta montado el médulo de pago. La
hendidura puede tener cualquier geometria, incluyendo, pero no limitandose a la forma escalonada
representada en las Figuras 5A y 5B, cualquier geometria descrita en la Solicitud '813 y solicitudes
relacionadas, o cualquier geometria divulgada en las referencias anteriores.

Como se muestra en la Figura 5C, la antena 502 de metal esta rodeada por los materiales encapsulantes para
formar una envolvente 520 exterior y una regién 522 interior, y el encapsulante también rellena la hendidura
506 que conecta la regién interior con la envolvente exterior. Con fines ilustrativos, la antena se representa en
la Figura 5C sin materiales encapsulantes que la cubran en la direccién Z, de modo que la antena permanezca
visible en la representacion. En las realizaciones en las cuales un cuerpo 500 de metal de la tarjeta también se
aprovecha para la amplificacién de sefial, el material encapsulante también puede rellenar la hendidura 504 en
del cuerpo de metal. Se debe entender, sin embargo, que la hendidura 504 puede no estar presente en todas
las realizaciones. Ademas, se debe entender que el cuerpo de tarjeta puede tener més de una hendidura. En
las lineas discontinuas se representan las ubicaciones alternativas de las hendiduras 554, 564, 574 adicionales
ejemplares. Por ejemplo, en una realizacién, la combinacién de hendiduras 504 y 554 que se cruzan con el
bolsillo de chip puede formar una biseccidén a lo largo de toda la longitud de la tarjeta, o la combinacién de
hendiduras 564 y 574 que se cruzan con el bolsillo de chip pueden juntas formar una biseccién a lo largo de
todo el ancho de la tarjeta. Se debe sefialar en este caso, que el término “bisecar” pretende significar que la
linea divide la tarjeta en dos secciones, pero esas secciones no son necesariamente iguales en tamafio.
Aunque se representan generalmente centradas en la antena alineadas a la misma linea en lados opuestos de
la antena, las hendiduras combinadas pueden tener cualquier relacién con la antena y entre si, incluyendo una
relacién en la que las hendiduras en diferentes lados de la antena se encuentran en lineas paralelas o no
paralelas, relaciones en las cuales las hendiduras se conectan a lados adyacentes en lugar de opuestos de la
antena, relaciones en las que las hendiduras no son paralelas a un borde de la tarjeta, o relaciones en las que
una o ambas de las hendiduras no son lineales. Para las realizaciones en las cuales la tarjeta se ha bisecado,
las piezas restantes de la tarjeta pueden unirse mediante sobremoldeo u otros adhesivos o rellenos no
conductores. Aunque una realizacién preferente incluye sélo una Unica biseccidén del cuerpo de tarjeta en dos
porciones discretas, una pluralidad de hendiduras de cuerpo puede dividir la tarjeta en méas de dos porciones
discretas. En general, las disposiciones bisecadas pueden minimizar las corrientes parasitas.

Por lo tanto, la antena 502 como encapsulada como se representa en la Figura 5C define un tapdn 550 que
contiene metal, el cual puede crearse en su totalidad y luego insertarse en una abertura en el cuerpo de tarjeta,
0 puede crearse in situ en la abertura en el cuerpo de tarjeta, tal como mediante sobremoldeo. Después de que
el tapén se inserte en el bolsillo 0 se moldee in situ, se puede crear un bolsillo en la regién 522 interior del tapén
(por ejemplo, mediante fresado o cualquier procedimiento conocido en la técnica) para recibir el médulo de
pago. Entre las ventajas de un tal disefio esta que el cuerpo de tarjeta de metal puede tener un agujero pasante
para recibir el tap6on 550. Preferentemente, el agujero pasante puede formarse por procedimientos distintos al
fresado, tales como estampado, grabado, corte por laser, o similares. O, el cuerpo de tarjeta puede formarse
inicialmente con un agujero pasante, lo cual puede ser particularmente ventajoso para un cuerpo de tarjeta que
sea de ceramica, metal fundido, o epoxi dopado con metal (tal como se describe en la Solicitud Provisional de
los Estados Unidos Serie nimero 67/730,282, presentada el 9/12/2018, titulada METAL-DOPED EPOXY
RESIN TRANSACTION CARD AND PROCESS FOR MANUFACTURE, asignada al cesionario comuUn de la
presente solicitud. A continuacién, la etapa de fresado para crear el bolsillo para recibir el médulo de pago sélo
tiene que realizarse en un material encapsulante no metélico, lo cual es mas facil y lleva menos tiempo de
fresado que el metal. Como es conocido en el técnica, el bolsillo para recibir el médulo de pago puede ser un
agujero escalonado que tiene una primera area relativamente mayor en la superficie frontal de la tarjeta, y una
segunda area relativamente menor, en la cara posterior de la tarjeta. Al ampliar el rea del bolsillo en el cuerpo
de tarjeta en el cual se inserta el médulo de pago, la longitud total de la hendidura 504 que debe cortarse en el
cuerpo de tarjeta de metal (en las realizaciones en las cuales la hendidura esté presente), puede minimizarse,
ahorrando también tiempo de fabricacién. Las mejoras anteriores promueven un aumento de la produccién y
la eficiencia.

En algunas realizaciones, puede no ser necesario o deseado que el cuerpo de tarjeta sirva como parte de la
antena amplificadora. En tales realizaciones, la abertura en el cuerpo de tarjeta puede ser relativamente mayor
que la representada en las Figuras 5SA-5C, de tal manera que la envolvente 520 exterior tenga un ancho W que
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separa el metal de la antena 502 en el tapén 550 del cuerpo de tarjeta que es operable para minimizar de
manera aceptable la interferencia eléctrica/magnética del cuerpo de tarjeta. La geometria del tapon 550 en
tales realizaciones puede ser mas rectangular, con el borde 560 mas interno del tapén posicionado més hacia
el centro del cuerpo de tarjeta 500 para guiar parte de la sefial de RF hacia el centro de la tarjeta, a la vez que
la ubicacién del médulo de pago DI permanece esencialmente sin cambios como se representa, para ajustarse
a la norma pertinente para la posicién de los contactos.

Aunque se describen en la presente memoria en conexién con un cuerpo de tarjeta de metal, se pueden
emplear geometrias similares en tarjetas que no son de metal. Ademas de los procedimientos de fabricacién
descritos en la presente memoria, los cuales son adecuados para cuerpos de tarjeta de cualquier material
(aunque particularmente ventajosos para cuerpos de metal, cerdmica, y metal cubierto de ceramica), la antena
502 puede desplegarse en un cuerpo de tarjeta de pléstico (por ejemplo, PVC), por ejemplo, incorporando de
manera ultrasénica (o de otro modo) el componente de metal en el plastico como una incrustacién dentro de la
tarjeta, sustituyendo asi el cable de cobre o las incrustaciones de antena grabadas. La geometria 502 de
antena, tal como se representa, puede describirse como un miembro plano y anular que tiene una periferia casi
cerrada, con una hendidura 506 que conecta la periferia interior con la periferia exterior del anillo. Aunque
representada en la realizacién ejemplar como un Unico miembro, la estructura de antena no est4 tan limitada y
puede comprender mas de un miembro. Por el contrario, las incrustaciones de antena de cable de cobre o
grabadas crean tipicamente un patrén espiral de lineas o cables con espacios que separan radialmente los
verticilos de la espiral.

Un experto en la técnica comprenderd que los materiales de moldeo adecuados dependeran del tipo de
procedimiento de moldeo utilizado en la etapa 130. Por ejemplo, cuando se emplee insercién o sobremoldeo,
se pueden utilizar los materiales termoplasticos tales como el adhesivo fundible TechnoMelt® (Henkel), el cual
puede incluir uno 0 mas materiales del grupo que consiste en: EVA, polialfaolefinas metalocénicas, poliolefinas
que incluyen las polialfaclefinas atécticas, copolimeros en bloque, poliuretano fundido en caliente, y poliamidas
y materiales termoestables tales como poliéster reforzado con fibra de vidrio, poliuretano, baquelita, duroplast,
melamina, dialil ftalato, y poliimida. Un experto en la técnica comprendera que también se pueden utilizar otros
materiales los cuales pueden hacerse fluidos en un procedimiento de sobremoldeo o moldeo por insercién,
incluidos, pero no limitados a, metales en polvo tales como Rodio, Aluminio, Titanio, Magnesio, Cobre, Latén,
Niquel, Monel, Inconel, Aceros y aleaciones de los anteriores.

En otra realizacién, el material de moldeo utilizado en el procedimiento de sobremoldeo 0 moldeo por insercién
es un material plastico que tiene un intervalo de temperatura de moldeo de aproximadamente 150 - 300 C.

Aunque la invencién se ilustra y describe en la presente memoria con referencia a realizaciones especificas, la
invencién no pretende limitarse a los detalles que se muestran. Por el contrario, se pueden realizar diversas
modificaciones en los detalles dentro del ambito de las reivindicaciones y sin apartarse de la invencién.
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REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento para fabricar una tarjeta de transaccién, que comprende las etapas de:
(a)formar (110) una abertura (305) en un cuerpo (302) de tarjeta de la tarjeta de transaccién;
(b) moldear (130) un material (205) de moldeo alrededor de un componente (201) electrénico; e
(c) insertar (120) y asegurar el componente (201) electrdnico en la abertura (305) en el cuerpo (302) de tarjeta;

caracterizado porque el componente (201) electrénico es una antena configurada para acoplarse a un médulo
de pago.

2. El procedimiento de la reivindicacién 1, en el que la antena comprende un miembro anular, de metal plano
que tiene una discontinuidad de antena que conecta una regién interior definida por el miembro anular con una
regién exterior que rodea el miembro anular, en el que la etapa (130) de moldeo dispone material (205) de
moldeo en la discontinuidad de antena, la regién interior, y la regién exterior.

3. El procedimiento de la reivindicacién 1, en el que la etapa (130) de moldeo comprende colocar la antena
(201) en la abertura (305) y luego rellenar la abertura (305) con el material (205) de moldeo.

4. El procedimiento de la reivindicacidon 1, en el que la etapa (130) de molde comprende colocar la antena (201)
en un molde e inyectar el material (205) de moldeo en el molde, en el que la etapa (120) de insercién se produce
después de la etapa (130) de moldeo.

5. El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en el que la etapa (a) comprende formar una
0 més caracteristicas de seguridad en el cuerpo (302) de tarjeta.

6. El procedimiento de la reivindicaciéon 5, en el que la una o mas caracteristicas de seguridad comprenden al
menos una primera caracteristica de seguridad como un bolsillo (307a, b) de agujero ciego abierto sélo a una
primera cara del cuerpo (302) de tarjeta y al menos una segunda caracteristica de seguridad como un bolsillo
(307¢) de agujero ciego abierto s6lo a una segunda cara del cuerpo (302) de tarjeta.

7. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en el que la abertura (305) se extiende
completamente a través del cuerpo (302) de tarjeta.

8. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en el que la abertura (305) se extiende sélo
parcialmente a través del cuerpo (302) de tarjeta.

9. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en el que el material (205) de moldeo es uno o
méas de EVA, polialfaclefinas metalocénicas, poliolefinas que incluyen polialfaolefinas atacticas, copolimeros
en bloque, poliuretano fundido en caliente, poliamidas, poliéster reforzado con fibra de vidrio, poliuretano,
baquelita, duroplast, melamina, dialil ftalato, y poliimida.

10. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en el que el material (205) de moldeo es un
plastico que tiene un intervalo de temperatura de moldeo de aproximadamente 150 - 300 C.

11. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1-10, que comprende, ademés, después de la etapa
(130) de moldeo, la etapa de eliminar el exceso de material (205) de moldeo de la antena (201) moldeada.

12. El procedimiento de la reivindicacion 2, que comprende, ademas, después de que la antena esté dispuesta
en el cuerpo (302) de tarjeta, crear una abertura (305) en el material (205) de moldeo de la regién interior
definida por el miembro anular, y asegurar el médulo de pago en la abertura (305).

13. El procedimiento de la reivindicacién 12, que comprende ademés crear al menos una discontinuidad de
cuerpo desde una periferia exterior del cuerpo (302) de tarjeta hasta la abertura (305) en el cuerpo (302) de
tarjeta.

14. El procedimiento de la reivindicacidén 13, en el que la creacidén de la al menos una discontinuidad de cuerpo
comprende la creacién de al menos dos discontinuidades de cuerpo, en el que las al menos dos
discontinuidades de cuerpo y la abertura (305) bisecan colectivamente el cuerpo (302) de tarjeta en al menos
dos porciones discretas.

15. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1-8 y 12-14, en el que el material (205) de moldeo
comprende una resina que incluye metal en polvo.

16. El procedimiento de la reivindicacién 15, en el que el metal en polvo se selecciona a partir del grupo que
consiste en Rodio, Aluminio, Titanio, Magnesio, Cobre, Latén, Niquel, Monel, Inconel, Acero, aleaciones de los
anteriores, y combinaciones de los anteriores.
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17. El procedimiento de la reivindicacién 16, en el que el cuerpo (302) de tarjeta comprende un metal, que
comprende ademés seleccionar el metal en polvo incluido en la resina para proporcionar un color y tono del
material (205) de moldeo que coincida con un color y tono del cuerpo.

18. El procedimiento de la reivindicacién 17, en el que el metal en polvo incluido en la resina y el metal del
cuerpo (205) de tarjeta (302) comprenden el mismo tipo de metal o aleacién de este.

19. El procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1-18, en el que el cuerpo (302) de tarjeta tiene
diferentes materiales de construccién que el material (205) de moldeo, comprendiendo ademas adaptar una
coloracién del material (205) de moldeo para que coincida con una coloracién del cuerpo (302).
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